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「冷熱環境試験機」の活用事例
冷熱環境試験機を利用した事例として、はんだ接合の信頼性評価を紹介します。
電子部品をガラエポ基板にはんだ接合し、冷熱環境試験機で疲労加速試験するこ
とで、接合部の熱応力による疲労特性および化合物層の生成を評価しました。

機械電子研究所 ※本設備(大型)は「地方創生拠点整備交付金（H30)」、
(中型、小型)は「電源立地地域対策交付金（R03)」

により導入しました。
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はんだ接合部の破壊
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■電子部品と銅張ガラエポ基板のはんだ接合評価 冷熱サイクル試験(-55℃⇔150℃)

はんだ接合模式図

はんだ接合部界面断面SEM画像

電子部品を銅箔(ガラエポ基板)に
はんだ接合した試料を試験槽に
配置し、低温槽(-55℃)の冷たい
空気と、高温槽(150℃)の熱い
空気を、交互に試験槽へ循環さ
せ、試料温度を変化させる。
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※若い研究者を育てる会
との共同研究 ※㈱ｽﾌｨﾝｸｽ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ

との共同研究
はんだ接合部に熱
応力による亀裂が
発生

冷熱サイクル試験条件

1サイクル

評価例1
異なる材料の間で膨張係数の違い
による歪が発生

評価例2
はんだと銅箔の界面で、Cu6Sn5・
Cu3Snなどの脆い金属間化合物が生成し
接合強度が低下

金属間
化合物
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ボイドの
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